
특징

벡그라인더 테이프는 웨이퍼의 배면 연마（벡그라인더）시에 회로면을

외부 이물에 의한 상처、칩핑（깨짐）이나 먼지 등의 오염으로부터 보호하기 위하여 사용 합니다。

　・회로면 등의 굴곡 웨이퍼에 대하여 우수한 밀착성

　・편리하고 쉬운 박리성

용도 반도체 웨이퍼의 연마 세정공정

구조

특성

사양 기재 폴리에스테르 수지

물성

*PET#25 배면 타발　피착체:스텐레스

접합 후、24시간 방치

인장각도　300mm/min　180도 Peel

사용 상 주의

●기술자료는 모두 공동기연화학㈜의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다。

　　단、제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다。

　　따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다。

　　사용 전에 이 제품이 사용용도・환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다。

●상기 측정은 실온（23℃)하에서 테이프 입니다。저온（5℃이하)의 경우、점착력은 급격히 저하 될수 있습니다。

보관 상 주의

●반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오。

●보관에 의한 특성저하를 일으킬수 있습니다。

●보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오。

　특히 고온고습 하의(온도30℃이상　습도50%이상 금지）상태에 방치하지 말아 주십시오。
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#1 Coating Technology in The World

Molecule Gradient Layer (MGL)
TM Technology

벡그라인더 테이프 214D

웨이퍼의 배면 연마 보호
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점착층 0.08mm

기재（PET） 0.025mm
점착층 0.03mm

품명 두께
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